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1．背景と研究目的 

熱密度の高いパワートランジスターの実装では、発生する熱を効率よく伝導する絶縁性コーティング

材が求められる。結晶性の熱伝材料としては SiC (200 W/m/K)、AlN (150 W/m/K)、サファイア（41 W/m/K)

等があり、基板として用いられているが、パッケージ外部に熱を伝えるためには、コーティング材が必

要である。よく用いられるエポキシ樹脂の熱伝導率は 0.2 W/m/K程度である。そのため、樹脂にセラミ

ックス等を充填し、熱伝導度を上げる工夫がなされ、数 W/m/K 程度の値が達成されている。しかし、

その充填率は 80%程度あり、もはや樹脂とは言い難い。 

そこで、大量生産に成功している高熱伝導率の AlN ウィスカー（針状結晶））(250 W/m/K)を充填材と

して用い、20%程度の充填率で数十W/m/Kレベルの「樹脂」を得るのが目的である。 

AlN ウィスカーの充填率、配向性と熱伝導率との関係を明らかにするために、Ｘ線 CT を用い、その

３次元構造を得ることに成功した。 

 

2．実験内容 

 実験は、あいち SRの BL8S2の X線 CT 測定装置を用い、2 mm角

に切り出したシート状の AlN充填樹脂の３次元像を得た。 

 

3．結果および考察 

(a)は AlN 充填樹脂シートの縦方向の断面像である。下地のステン

レスホルダー上に層状に成形した樹脂を張り付けてあり、充填率でコ

ントラストに差が見られる。(b)は充填率の低い部分の横断面であり、

(c)は充填率の高い部分である。樹脂と AlN ウイスカーの区別は明白

で配向方向や分散の違いも見ることができる。銅箔上のエラストマー

樹脂膜 (AlN 25 vol%）で 9.4 W/m/K

の熱伝導率を達成、エポキシ樹脂シ

ート（AlN 40 vol%）で 7 W/m/K を

達成した。今後、Ｘ線 CT で明らか

となった AlN ウイスカーの分散や

配向の制御と熱伝導率の関係を明

らかにし、より高い熱伝導性の樹脂

を得ることを目的とする。   
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図 (a) 縦方向の断面、(b) 充填率の低い部分の横断面、(c) 高い

部分の横断面。３次元像も得られている。 
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